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深圳市德明利技术股份有限公司

2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

（二）业绩预告情况

预计净利润：☑ 扭亏为盈

项 目 本报告期 上年同期

营业收入

1,600,000万元–1,800,000万元

410,903.66万元

比上年同期增长：289.39%-338.06%

归属于上市公司

股东的净利润

盈利：570,000万元 – 650,000万元

亏损：11,794.56万元

比上年同期增长：4,932.74%-5,611.02%

扣除非经常性损

益后的净利润

盈利：564,902万元 –644,902万元

亏损：12,235.52万元
比上年同期增长：4,716.90%-5,370.74%

基本每股收益 盈利：25.35 元/股 – 28.91元/股 亏损：0.53 元/股

备注：上年同期基本每股收益已按照除权调整后的股本重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师

事务所审计。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信

所”）为公司提供2026年年度审计工作（该事项已提交公司2026年第三次临时股

东会审议）。公司已就本次业绩预告有关事项与大信所进行了预沟通，公司与大

信所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。



三、业绩变动原因说明

1、报告期内，AI应用加速落地驱动存储需求持续增长，在供应偏紧的背景

下，行业保持较高景气度，存储产品价格保持上行趋势。公司依托与主流晶圆

厂商的长期稳定合作，有效保障了供应链稳定与生产交付节奏，盈利能力持续

改善，利润水平同比大幅提高。

2、报告期内，公司持续加大研发投入，推出了自研 PCIe/SATA双模企业级

SSD主控芯片，企业级存储产品竞争力与差异化优势进一步增强。同时，公司持

续完善产品矩阵，深化在网络安全、工业控制等领域产品开发与应用，多款QLC

方案嵌入式存储产品实现量产，产品结构持续优化。

3、预计 2026 年半年度非经常性损益约为 5,098 万元，上年同期为

440.96万元。

4、报告期内产生股份支付费用约 16,000 万元，上年同期为 2,490.94 万

元。

四、风险提示

1、公司所属行业景气度受上游原材料供给与下游市场需求关系影响，未来

若出现行业供需变化、原材料价格波动，或将导致公司业绩存在波动风险；

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

具体财务数据以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投

资风险。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026 年 7月 14日
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